会议纪要
	会议主题
	研发转生产版本优化
	会议时间
	2025.4.17

	会议地点
	国科大403会议室

	参加人员
	郭保伟，马玥，王江，李凯，王炜，刘平，许重球，李军，陈维，张鑫，蒋彪，李昊，李剑，郭成成，陈强

	生产过程版本优化会议纪要20250417
一、基带版本--李剑
1. 自动化测试版本：支持基带板的自动化测试和相控阵天线FPGA的电源固化
2. V1业务版本：支持老化、暗室、小环、在轨测试
二、相控阵天线版本--陈强
[bookmark: _GoBack]1. 版本一：暗室校准、测试版本
2. 版本二：业务版本
三、基带模组生产--立讯
贴片->烧写：自动化测试版本：基带+中射频自动化测试->烧写：V1业务版本
四、相控阵天线生产--立讯
贴片->生产制具+基带板（自动化测试版本）->电源固化->惯导升级（如有升级需要）->电性能测试（波控遍历、WiFi、惯导、电源等）->烧写天线SN号
五、整机组装--信维（流程可改，主要说明组装阶段是用同一个基带V1业务版本）
半成品组装->暗室->烧写相控阵版本一->校准、测试->烧写相控阵版本二->小环->升级大包版本（如有）粘合组装->气密性->在轨
六、梳理生产配置文件--陈维、许重球
按照生产过程中的固定配置，制作对应的配置文件，放置于生产电脑，直接进行导入使用
七、基带模组软件烧写工具--李剑、许重球
现在新下载程序时，需要输入多条指令，影响升级效率。研制烧写工具，配置好软件路径后，点开始下载即可执行，
八、IP地址和密码广播--李剑、许重球
增加加密的IP地址和密码广播需求，在使用过程中忘记IP数值和密码时，可通过广播信息解密找回
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附件1  签到表
签到表
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